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(57) Zusammenfassung: Formteil zum Verkleben auf Metall- oder Kunststoffsubstraten als Befestigungvorrichtung umfassend ei-
nen Schmelzklebstoff, wobei der Schmelzklebstoff auf Basis von Polyamid, Polyolefinen, Polyestern, Polyacrylaten oder Polystyrol
besteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzklebstoff eine Erweichungstemperatur zwischen 100°C bis 250°C aufweist, eine
Streckspannung zwischen 1 bis 35 MPa und das Formteil vollstdndig aus dem Schmelzklebstoff besteht. Weiterhin wird ein Verfah-
ren zum Verkleben von Formteilen aus Schmelzklebstoffen auf Substrate tiber induktive Erwidrmung beschrieben.
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,Formteile aus Schmelzklebstoffen*

Die Erfindung betrifft Formteile, die auf Metall- oder Kunststoffsubstraten verklebt
werden kdnnen und unter anderem zum Befestigen von Leitungen oder Rohren

dienen kdénnen.

Formteile aus verschiedenen Materialien sind bekannt. Beispielsweise sind auch
Formteile auf Basis von Polyamiden bekannt. Die EP 1 533 331 beschreibt Poly-
amide auf Basis von Cy4-C1s-Dicarbonsauren und Diaminen als Formmasse zur
Herstellung von Formteilen im NiederdruckspritzguRverfahren. Als Verwendung
wird beschrieben, dass in solche flussigen Schmelzklebstoff-Formteile andere
Formteile, wie Kabel, Kabelsteckverbindung, Kontakthilsen usw., eingegossen
werden kdnnen und so eine feste mechanische Verbindung ergeben.

Weiterhin ist die EP 0 586 450 bekannt. Diese beschreibt Schmelzklebstoffe, unter
anderem aus Polyamid, die einen bestimmten Schmelzbereich aufweisen. Mit sol-
chen aufgeschmolzenen Schmelzklebstoffen konnen dann Kabel oder Steckver-
bindungen vergossen werden. Diese ergeben dabei eine verklebte und abgedich-
tete Umhullung der Steckverbindung.

Aus der EP 0 504 957 sind Formteile aus Aluminium bekannt, die als Befesti-
gungsvorrichtung fur andere Gegenstande dienen konnen. Diese Aluminiumbefes-
tigungen sind auf der Unterseite mit einem Schmelzklebstoff versehen, der fein
gepulverte Eisenpartikel enthalt.

Die DE 102 16 948 beschreibt ein Verfahren zum Verbinden von zwei Konstrukti-
onsteilen, wobei beide Konstruktionsteile mit einem Verbindungsmittel zusam-
mengefugt werden, wobei das Verbindungsmittel eine elektrische leitfahige Kom-
ponente aufweist, sowie eine zweite Komponente aus einem thermoplastischen
Kunststoff. Die leitfahige Verbindung kann durch eine Induktionsspule erwarmt
werden und fuhrt danach zu einem Verbinden der beiden Konstruktionsteile. Ana-
log sind in der DE 100 32 817 Befestigungselemente beschrieben, die auf einer
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Seite mit einem elektrisch leitfahigen Klebstoff beschichtet sind, der aus einem
thermoplastischen Bindemittel sowie elektrisch leitfahigen Partikeln besteht, die
zum Schmelzen fur das thermoplastische Bindemittel dienen.

Der bekannte Stand der Technik geht davon aus, dass Formteile aus Metall oder
duroplastischem Material mit einem Schmelzklebstoff umhullt und vergossen wer-
den. Auf der anderen Seite werden Metall- oder Kunststoffformteile auf einer Seite
beschichtet und das Formteil auf dieser Seite mit einem zweiten Substrat bei-
spielsweise einem flachigen Metallsubstrat verklebt. Die Verwendung von du-
roplastischen Formteilen oder metallischen Formteilen, die verklebt werden sollen,
fuhrt regelmafig zu dem Problem, dass ein Klebstoff gewahlt werden muss, der
auf beiden Substraten eine gute Haftung aufweist. Diese muss auch unter hdherer
Temperaturbelastung oder unter mechanischer Beanspruchung der Substrate,

beispielsweise durch Vibration bestehen bleiben.

Eine weitere Anforderung an das Verkleben liegt darin, dass das Zusammenflgen
in einem kurzen Zeitraum geschehen soll, danach soll eine hohe Haftung entste-
hen. Daflur sind Schmelzklebstoffe geeignet, die durch Kristallisation eine Haftung
aufbauen. Reaktive Klebstoffe weisen haufig eine langere Reaktionszeit auf, bevor
sie eine endgultige Verklebung hervorrufen.

Ausgehend von dem Stand der Technik bestand die Aufgabe, ein Formteil als Be-
festigungselement herzustellen, das eine schnelle Verklebung auf den Substraten
erlaubt, das keine mehrfachen Haftungsflachen des Klebstoffs zu Substraten auf-
weist, und das eine ausreichende Elastizitat aufweist, um eine Festigkeit auch bei
erhdhten Temperaturen oder bei erhdhter mechanischer Belastung sicher zu stel-

len.

Die Aufgabe wird entsprechend Anspruch 1 gel6st. Dabei wird ein Formteil zur
Verfugung gestellt, das aus Schmelzklebstoffen besteht, die eine hohe Erwei-
chungstemperatur aufweisen. Der Schmelzklebstoff soll eine hohe Elastizitat und
eine Streckspannung von 1 bis 35 MPa aufweisen.
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Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Verkleben von Formteilen aus
Schmelzklebstoffen, das eine schnelle und sichere Applikation auf verschiedenen
Substraten ermdglicht.

Als Substrate kdnnen eine Vielzahl von bekannten Substraten eingesetzt werden.
Insbesondere bestehen diese Substrate aus Kunststoff oder aus Metall, es kbnnen
jedoch auch andere Substrate, wie z.B. Holz oder Holzwerkstoffe, Stein oder Be-
ton, Glas oder Keramik, eingesetzt werden. Die Substrate sind im wesentlichen
hart. DUnne flachige Substrate aus Metall oder Kunststoff, wie z.B. Blech oder
Kunststoffteile als geformte Teile, sind aber insbesondere geeignet. Ublicherweise
handelt sich jedoch nicht um Folien.

Die erfindungsgemafen Formteile kdnnen eine beliebige Form aufweisen. Eine
Seite soll so geformt sein, dass die Formteile als Befestigungsvorrichtung einge-
setzt werden kGnnen. Beispielsweise ist es moglich auf dieser Seite eine oder
mehrere Haltevorrichtungen vorzusehen. Beispiele fur solche Haltevorrichtungen
sind Gewinde, Clipse, Klammern oder auch Durchfiihrungen. Diese Haltevorrich-
tungen sind direkt aus dem Material der Formteile geformt. Diese dienen dazu,
das zu befestigende Teil direkt festzuhalten, sie kdnnen jedoch auch benutzt wer-
den, um auf dem Formteil eine Befestigungsvorrichtung anzubringen. Das wird im

allgemeinen nach der Verklebung auf dem Substrat geschehen.

Das Formteil enthalt mindestens eine Flache, die zum Verkleben mit der Substrat-
oberflache ausgebildet ist. Diese muss eine Grundflache aufweisen, die ausreicht,
eine sichere Haftung des Formteils auf dem Substrat zu ermdéglichen. Die Verbin-
dungsflache kann verschiedene Formen aufweisen, insbesondere ist sie eben. Sie
kann jedoch auch bei strukturierten Substraten der Form der Substratoberflache
angepasst werden. Bevorzugt ist eine Klebeflache vorhanden. Es ist jedoch auch
moglich, um die Klebeflache zu vergréRern oder aus konstruktiven Grinden, zwei
Klebeflachen vorzusehen. Diese kdnnen in Anpassung an die Substratflachen
ausgebildet sein.
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Die erfindungsgemafen Formteile sollen aus Schmelzklebstoffen bestehen. Es
kann sich dabei um reaktive oder um nicht reaktive Schmelzklebstoffe handeln.
Solche Schmelzklebstoffe kdbnnen beispielsweise auf Basis von Polyestern, Polyu-

rethanen, Polyolefinen, Polyacrylaten oder Polyamiden bestehen.

Schmelzklebstoffe auf der Basis von Polyestern sind beispielsweise in der EP
028687 beschrieben. Es handelt sich dabei um Umsetzungsprodukte aus aliphati-
schen, cycloaliphatischen oder aromatischen Dicarbonsauren, die mit aliphati-
schen cyclischen oder aromatischen Polyolen umgesetzt werden kénnen. Durch
Auswahl der Carbonsauren und der Polyole kdnnen kristalline oder teilkristalline
Polyester erhalten werden. Ublicherweise werden Dicarbons&uren und Diole mit-
einander zur Reaktion gebracht. Es ist jedoch auch mdglich, dass anteilsweise

Tricarbonsauren oder Triole eingesetzt werden.

In der EP 434467 oder der DE 4128274 werden thermoplastische Polyurethane
als Schmelzklebstoffe beschrieben. Es handelt sich dabei um Umsetzungsproduk-
te von Polyolen mit Polyisocyanaten, die ggf. einen erhéhten Modul aufweisen. Als
Polyole kdnnen die an und fur sich bekannten Polyole auf Basis von Polyethern,
Polyestern, Polyacrylaten, Polybutadienen, Polyole auf Basis von pflanzlichen
Rohstoffen, wie oleochemische Polyole, eingesetzt werden. Um eine gute Reakti-
vitat zu erzielen, sind Ublicherweise zumindest anteilig aromatische Isocyanate
enthalten. Durch Auswahl der Polyole und/oder Isocyanate kbnnen die Eigen-
schaften des Prepolymeren beeinflusst werden, beispielsweise der Schmelzpunkt,
die Elastizitat oder die Haftung. Es sind aber auch reaktive thermoplastische Po-
lyurethane geeignet, die dann nach Applikation ggf. auch dauerhaft vernetzen
koénnen.

Weiterhin sind auch Schmelzklebstoffe auf Basis von Polymerisaten bekannt, wie
beispielsweise Polyolefinen. Es handelt sich dabei um amorphe, kristalline oder
teilkristalline Polyolefine. Beispiele daftr sind Polypropylen oder Polyethylen-
copolymere. Die Eigenschaften solcher Polymere kbnnen Uber ihr Molekular-

gewicht und Uber die einpolymerisierten Comonomere beeinflusst werden.
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Solche Schmelzklebstoffe sind zum Beispiel in der WO 2004/039907 beschrieben,
wobei es sich in diesem Fall um durch Metallocen-Katalyse hergestellte Polymere
handelt.

Weitere geeignete Schmelzklebstoffe kdnnen beispielsweise Polyamide sein. Ge-
eignete Polyamide sind beispielsweise in der EP 749463 beschrieben. Es handelt
sich dabei um Polyamidschmelzklebstoffe auf Basis von Dicarbonsauren und Po-
lyetherdiaminen. Besonders geeignete Schmelzklebstoffzusammensetzungen sind
in der EP 204 315 beschrieben. Es handelt sich dabei um Polyesteramide, die auf

Basis von Polymerfettsauren und Polyaminen hergestellt werden.

Beispielsweise kbnnen als erfindungsgemaf geeignete Polyamide solche auf Ba-

sis von Dimerfettsaure-freien Polyamiden ausgewahlt werden. Diese sind herstell-

bar aus

- 40 bis 50 mol %, vorzugsweise 50 mol %, einer oder mehrerer C4-C4s - Dicar-
bonsaure(n)

- 5 bis 45 mol %, vorzugsweise 15 bis 40 mol %, mindestens eines aliphati-
schen Diamines

- 5 bis 40 mol %, vorzugsweise 20 bis 30 mol %, eines oder mehrerer cycloa-
liphatischer Diamine

- 0 bis 40 mol %, vorzugsweise 5 bis 25 mol % Polyetherdiaminen,

wobei die Summe der eingesetzten Diamine ca. 50 mol % ergibt, so dass Dicar-

bonsaurekomponente und Diaminkomponente in etwa equivalenten molaren Men-

genanteilen vorliegen.

Dabei werden die Dicarbonsauren vorzugsweise in bis zu 10 % stéchiometischen
Uberschul? gegenliber den Diaminen eingesetzt, so dass Carboxyl - terminierte
Polyamide entstehen. Das Molekulargewicht der erfindungsgemaf zu verwenden-
den Polyamide betragt etwa 10 000 bis 50 000, vorzugsweise 15 000 bis 30 000.
Diese erfindungsgemal geeigneten Polyamide haben eine Viskositat zwischen
5000 und 60 000 mPas, vorzugsweise zwischen 15000 und 50 000 mPas ( ge-
messen bei 200°C, Brookfield Thermosel RVT, EN ISO 2555 ).
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Beispiele fur Dicarbonsauren zur Herstellung der erfindungsgemafien Polyamide
sind insbesondere Adipinsaure, Azelainsaure, Bernsteinsaure, Dodecandisaure ,
Glutarsaure, Korksaure (Suberinsaure), Maleinsaure, Pimelinsaure, Sebacinsaure,

Undecandisaure oder deren Mischungen.

Die Diamin-Komponente besteht im wesentlichen aus einem oder mehreren

aliphatischen Diaminen, vorzugsweise mit einer geraden Anzahl an Kohlenstoff-
atomen, wobei die Aminogruppen an den Enden der Kohlenstoffketten sind. Die
aliphatischen Diamine kdénnen 2 bis zu 20 Kohlenstoffatome enthalten, wobei die
aliphatische Kette linear oder leicht verzweigt sein kann. Konkrete Beispiele sind
Ethylendiamin, Diethylentriamin, Dipropylentriamin, 1,4-Diaminobutan,
1,3-Pentandiamin,  Methylpentandiamin, Hexamethylendiamin,  Trimethyl-
hexamethylendiamin, 2-(2-aminomethoxy)ethanol, 2-Methypentamethylenediamin,
C11-Neopentandiamin, Diaminodipropylmethylamin, 1,12-Diaminododecan. Die
besonders bevorzugten aliphatischen Diamine sind Cs-C42-Diamine mit einer ge-

raden Anzahl an C-Atomen.

Die Amino-Komponente kann weiterhin cyclische Diamine oder heterocyclische
Diamine enthalten wie zum Beispiel 1,4-Cyclohexandiamin, 4,4-Diamino-
dicyclohexylmethan, Piperazin, Cyclohexan-bis-(methylamin), Isophorondiamin,
Dimethylpiperazin, Dipiperidylpropan, Norbornan-diamin oder m-Xylylendiamin.

Wenn das Polyaminoamid eine hohere Flexibilitat aufweisen soll, kdnnen zusatz-
lich noch Polyoxyalkylendiamine wie zum Beispiel Polyoxyethylendiamine, Polyo-
xypropylendiamine oder Bis-(di-aminopropyl)-polytetrahydrofuran mit verwendet
werden. Dabei sind die Polyoxyalkylendiamine besonders bevorzugt. lhr Moleku-

largewicht liegt zwischen 200 und 4000 g/mol.

Weiterhin kbnnen Aminocarbonsauren oder deren cyclische Derivate mit verwen-
det werden. Beispielhaft erwadhnt sein hier 6-Aminohexansaure, 11-
Aminoundecansaure, Laurolactam, e-Caprolactam.



WO 2008/064950 PCT/EP2007/061007

Eine weitere Ausfuhrungsform der erfindungsgemalr geeigneten Schmelzklebstof-
fe enthalt als wesentliche Komponente ein Polyamid auf der Basis von dimerisier-
ter Fettsaure. Dimerisierte Fettsauren werden durch Kupplung von ungesattigten
langkettigen einbasischen Fettsduren, z.B. Linolenséure, Olsaure, erhalten. Die

Sauren sind seit langem bekannt und im Handel erhaltlich.

Die erfindungsgemalien Polyamide sind beispielsweise zusammengesetzt aus
- 35 bis 49,5 Mol-% dimerisierte Fettsaure sowie
- 0,5 bis 15 Mol-% monomere Fettsaure mit 12 bis 22 C-Atomen und
- 2 bis 35 Mol-% Polyetherdiamine der allgemeinen Formel
H2N - R5 - O - (R60)x - R7 - NH2, ()
in der
X eine Zahl zwischen 8 und 80, insbesondere zwischen 8 und 40,
R5 und R7 gleiche oder verschiedene aliphatische und/oder cycloaliphati-
sche Kohlenwasserstoffreste mit vorzugsweise 2 bis 8 C-Atomen und
R6 einen gegebenenfalls verzweigten aliphatischen
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 6 C-Atomen darstellen, sowie
- 15 bis 48 Mol-% aliphatische Diamine mit 2 bis 40 C-Atomen,
wobei die dimerisierten Fettsduren bis zu 65 % durch
aliphatische Dicarbonsauren mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen

ersetzt werden kdnnen.

Eine andere geeignete Zusammensetzung ist erhaltlich aus
- 20 bis 49,5 Mol-% dimerisierter Fettsdure sowie
- 0,5 bis 15 Mol-% monomere Fettsaure mit 12 bis 22 C-Atomen und
- 20 bis 55 Mol-% eines wenigstens 2 primare Aminogruppen
tragenden Amins mit 2 bis 40 C-Atomen,
wobei der Anteil der dimerisierten Fettsauren bis zu 65 % durch
aliphatische Dicarbonsauren mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen

ersetzt sein kénnen.
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Bezlglich der Aminkomponenten in den Polyamiden sind bevorzugt Polyetherpo-
lyole mit primaren Aminoendgruppen geeignet, wie oben bereits aufgeflhrt. Dabei
sind Polyetherpolyole mit Aminoendgruppen bevorzugt, die nicht oder nur gering-
fugig wasserloslich sind. Die eingesetzten Polyetherpolyole mit Aminoendgruppen
weisen insbesondere Molekulargewichte zwischen 700 und 2 500 g/mol auf. Eine
besonders geeignete Rohstoffklasse sind beispielsweise die Bis-(3-aminopropyl)-

polytetrahydrofurane.

Weiterhin kdnnen insbesondere auch primare Alkylendiamine mit 2 bis 10 C-

Atomen eingesetzt werden, ausgewahlt aus den oben angegebenen Aminen.

Eine weitere geeignete Klasse von Diaminen leitet sich von den Dimerfettsauren
ab und enthalt statt der Carboxylgruppen primare Aminogruppen. Derartige Sub-
stanzen werden haufig Dimerdiamine genannt. Sie werden durch Nitrilbildung aus

den dimerisierten Fettsauren und anschlielRende Hydrierung erhalten.

Als Carbonsauren sind die oben angeflhrten aliphatische Dicarbonsauren ein-
setzbar. Geeignete aliphatische Carbonsauren weisen vorzugsweise 4 bis 12 C-
Atome auf. Durch diese Sauren kann Dimerfettsdure molmanig bis zu 65 % er-
setzt werden. Weiterhin einsetzbar sind langkettige Aminocarbonsauren wie 11-

Aminoundecansaure oder auch Lauryllactam.

Dabei ist es dem Fachmann bekannt, dass durch Zusatz von Sebacinsaure der
Schmelzpunkt der Polyamide in gewissen Grenzen erhOht werden kann. In kleinen
Mengen konnen auch die in der Faserchemie bekannten Polyamid-Rohstoffe wie
beispielsweise Caprolactam eingesetzt werden. Diese Stoffe erlauben es dem

Fachmann, den Schmelzpunkt in gewissen Grenzen zu erhghen.

Bei der Auswahl der einzusetzenden monofunktionellen, difunktionellen oder tri-
funktionellen Rohstoffe ist zu berlcksichtigen, dass schmelzbare, d.h. nicht ver-
netzte Produkte erhalten werden. Beispielsweise kann beim Auftreten von Vernet-
zungen / Vergelungen durch Absenken des Anteils an trifunktionellen Komponen-
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ten (Trimerfettsauren) und/oder Erhéhen des Gehalts an monofunktionellen Ami-
nen oder Fettsauren zu Polymeren gelangt werden, die nicht zur Vergelung nei-

gen.

Allgemein werden die Mengen der Amin und der Carbonsauren so gewahlt, dass
die Polyamide Carboxylgruppen in einer Menge von 1-120 meq/kg Festkorper
aufweisen, insbesondere zwischen 10 bis 100 meq/kg. Alternativ kann auch mit
einem Uberschuss an Aminen gearbeitet werden, dann soll ein Amingehalt zwi-
schen 1 — 140 meq/kg Festkoper erhalten werden, insbesondere zwischen 10 bis
100 meqg/kg. Das Molekulargewicht ( gemessen als zahlenmittleres Molekularge-
wicht, wie Uber GPC erhaltlich ) kann zwischen 30000 und 300000 g/mol betra-
gen, insbesondere zwischen 50000 und 150000 g/mol. Die Viskositat der Polya-
mide soll zwischen 5000 und 100000 mPas betragen ( gemessen bei 200 °C) ,
insbesondere bis zu 50000 mPas.

Eine bevorzugte Ausflihrungsform setzt als Schmelzklebstoff Polyamide ein in ei-
ner Menge von 60 bis 100 Gew.-%. Die weiteren Schmelzklebstoffpolymere kdn-
nen die oben genannte Polyurethane, Polyacrylate oder Polyester sein. Diese
mussen der auch in der Schmelze mit dem Polyamid vertraglich sein, d.h. eine
stabile homogene Schmelze bilden. In einer besonderen Ausfuhrungsform kénnen
35 bis 15 Gew.-% eines Poly(meth)acrylatpolymere enthalten sein. Dieses kann
beispielsweise aus Alkylacrylatmonomeren bestehen, ggf. kbnnen weiter Como-
nomere enthalten sein, beispielsweise Ethylen, Propylen, Styrol, oder funktional-
sierte Monomere. Insbesondere sollen diese Poly(meth)acrylate polare Gruppen
aufweisen, beispielsweise OH-, COOH-Gruppen oder Carbonsaureanhydridgrup-
pen.

Eine andere Ausflhrungsform setzt nur Polyamide als Schmelzklebstoffbasispo-

lymer ein.

Weiterhin konnen die erfindungsgemaf geeigneten Schmelzklebstoffe weitere
ubliche Zusatze enthalten. Beispiele dafur sind klebrig machende Harze, wie z.B.

Abietinsaure, Abietinsaureester, Terpenharze, Terpenphenolharze oder Kohlen-
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wasserstoffharze; Fullstoffe , z.B. Silikate, Talk, Calciumcarbonate, Tone, Ruf®
oder Pigmente; Antioxidantien oder Stabilisatoren, z.B. vom Typ der sterisch ge-
hinderten Phenole oder der aromatischen Aminderivate; faserformige Additive, wie
naturliche Fasern, Kunststoff- oder Glasfasern. Die Antioxidantien kbnnen dabei in
Mengen bis zu 1,5 Gew.% bezogen auf das Polymere eingesetzt werden. Allge-
mein sollen diese Zuséatze als Summe nicht mehr als 10 Gew.-% in einem erfin-

dungsgemallen Schmelzklebstoff enthalten sein.

Eine weitere erfindungswesentliche Eigenschaft der geeigneten Schmelzklebstoffe
ist es, das diese eine hohe Elastizitat und eine hohe Festigkeit aufweisen mussen.
Diese Festigkeit kann durch die Streckspannung (gemessen nach EN ISO 527-1)
charakterisiert werden. Erfindungsgemal ist es notwendig, dass die Streckspan-
nung (bei Raumtemperatur) zwischen 1 und 35 MPa betragt, insbesondere von 3
bis 20 MPa. Die Reil¥festigkeit liegt hoher, sie soll zwischen 1 bis 50 MPa betra-
gen, insbesondere zwischen 10 bis 40 MPa. Dabei kann die Reiltdehnung bei 200
bis 1000 % liegen. Ist die Reil¥festigkeit zu gering, ist die mechanische (Form)-
Stabilitat des erfindungsgemafien Formteils nicht ausreichend. Damit ist es mog-
lich, dass unter einer mechanischen Belastung des Formteils durch das zu halten-
de Teil dieses sich verformt oder bricht.

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die, dass der Schmelzklebstoff des Formteils
eine Erweichungstemperatur (gemessen nach ASTM E 28) von oberhalb von
100°C aufweisen soll, insbesondere oberhalb von 150°C. Dabei kann die Tempe-
ratur bis zu 250°C betragen, insbesondere bis zu 220°C. Die Auswahl von
Schmelzklebstoffen mit entsprechender Erweichungstemperatur ist von den zu
verklebenden Substraten abhangig. Sind die Substrate fur das zu verklebende
Formteil thermisch weniger belastbar, beispielsweise Holz oder Kunststoffsubstra-
te, ist es moglich, auch einen Schmelzklebstoff mit niedrigerer Erweichungstem-
peratur als Formteil einzusetzen. Ist eine hohe Belastbarkeit des Substrats gege-
ben, ist es gunstig, dass der Schmelzklebstoff einen héheren Erweichungspunkt
aufweist. Damit ist eine verbesserte Standfestigkeit des verklebten Formteile auf

dem Substrat gegeben, insbesondere bei erhdhter Temperaturbelastung.
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Die erfindungsgemafen Formkorper kdnnen auf bekannte Art und Weise herge-
stellt werden. Beispielsweise werden diese im Spritzgussverfahren hergestellt.
Dabei kann der Schmelzklebstoff in eine geeignete Form eingespritzt werden, die
ggf. an der zu Verklebung vorgesehene Flache mogliche elektrisch leitende Be-
standteile aufweist, die so mit dem Formkorper verbunden werden.

Eine andere Arbeitsweise arbeitet so, dass ein two-shot Verfahren angewandt
wird. Dabei wird ein Teil der Form mit einem erfindungsgeman geeigneten
Schmelzklebstoff geflllt, der verbleibende Teil wird mit einer Mischung aus
Schmelzklebstoff und geeigneten leitenden Pigmenten oder Pulvern geflllt. So
konnen besonders geeigneten Formkorper hergestellt werden, die induktiv an der

Klebeflache erwarmt werden kénnen.

Es ist bekannt, Formen zum Herstellen solcher Formteile mit einer Anit-Haft-
Beschichtung zu versehen. Ggf. ist es ebenso moglich, dass die Oberflache der
Formteile mit einem Mittel zur Verminderung der Haftung versehen wird. Damit

kann der Herstellungsprozess vereinfacht werden.

Erfindungsgemall ist es vorteilhaft, wenn das Formteil auf oder in der zum Verkle-
ben mit der Substratoberflache ausgebildeten Flache zusatzlich elektrisch leitfahi-
ge Bestandteile enthalt. Unter diesen elektrisch leitfahigen Bestandteilen sind bei-
spielsweise perforierte Metallfolien, Metalldrahte, Metallpulver, andere leitfahige
Pulvermaterialien, wie Ferritpulver, Ceroxide oder Leitfahigkeitsruf3e zu verstehen.
Solche Pulver kdnnen aus den bekannten Metallen bestehen, beispielsweise Fe,
Co, Ni, Cu, Al, Zn, Sn oder deren Legierungen. Insbesondere eignen sich Materia-
lien, die induktiv erwarmbar sind, besonders Metall oder Ferritteilchen in Form von
Pulvern, Drahten oder Netzen. Dabei sollen solche Bestandteile nicht in dem gan-
zen Formteil vorliegen, nur an den zur Verklebung vorgesehenen Flachen. Eine
Ausflhrungsform hat diese Bestandteile in die zur Verklebung vorgesehene Fla-
che eingearbeitet, d. h. diese metallischen leitfahigen Teilchen sind von dem
Schmelzklebstoff vollstandig umhlit. Dabei soll die Dicke der Schicht mit solchen
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Bestandteilen ungefahr der Dicke der aufzuschmelzenden Klebstoffschicht ent-
sprechen. Eine andere Ausfihrungsform arbeitet so, dass solche leitfahigen Be-
standteile, wie perforierten Metallfolie, Metallnetze oder Metalldrahte nur auf die
Oberflache der zur Verklebung dienenden Flache aufgebracht werden. In diesem
Falle sind die metallischen Teile nicht vollstandig von dem Schmelzklebstoff um-
hallt. Solche zu einem geringen Teil in dem Schmelzklebstoff eingebetteten Be-
standteile sollen auch unter der Definition einbezogen sein, dass der Formkorper
vollstandig aus dem Schmelzklebstoff besteht. Diese Bestandteile tragen nicht zur
tragenden Struktur der Formkorper bei.

Eine andere Ausfuhrungsform weist die zum Erwarmen des Formteils vorteilhaften
Bestandteile in der Nahe oder neben der zu verklebenden Flache auf. Beispiels-
weise kann ein Draht, Netz oder Pulver am Umfang einer stiftférmigen Verkle-
bungsflache angebracht sein. Beispielsweise kann ein Netz den Umfang vollstan-
dig oder auch nur teilweise bedecken. Auch in dieser Ausgestaltungsform wird der
Schmelzklebstoff an der Verklebungsflache erwarmt und aufgeschmolzen und
kann dann verklebt werden. Der Abstand der induktiv erwarmbaren Teile von der
Verklebungsflache ist so zu wahlen, dass eine ausreichende Verflissigung des
Schmelzklebstoffes an der Verklebungsstelle sichergestellt wird.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Verkleben von sol-
chen Formteilen aus Schmelzklebstoffen auf Substratoberflachen. Aufgrund der
industriellen Anforderungen sind kurze Taktzeiten zur Verklebung zweckmafig.
Dabei wird der Formkorper aus dem Schmelzklebstoff an der zu verklebenden
Oberflache erwarmt, so dass nur an dieser Stelle ein Aufschmelzen oder ein Er-
weichen stattfindet. Danach wird der Formkorper auf das Substrat gepresst und
durch Erstarren oder Rekristallisieren fest verbunden.

Eine erfindungsgemale Arbeitsweise arbeitet so, dass das Formteil an der mit
dem Substrat zu verklebenden Oberflache erhitzt wird durch an sich bekannte
Verfahren. Das kann beispielsweise durch Erwarmen mit heiten Gasen, mit Infra-
rotstrahlung oder durch Kontakt mit erwarmten Flachen geschehen. Es ist erfin-
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dungswesentlich, dass das Formteil nur an der zu verklebenden Flache erwarmt
wird. Unmittelbar nach der Erwarmung wird das Formteil auf das Substrat ge-
presst. Dabei kuhlt der Schmelzklebstoff ab und bildet eine feste Verbindung mit

dem Formteil.

Eine andere weniger bevorzugte Arbeitsweise der Erfindung arbeitet so, dass das
Substrat mindestens punktuell erwarmt wird. Auf den so erwarmten Punkten wird
das Formteil aufgepresst. Dabei ist darauf zu achten, dass die Erwarmung an der
zu verklebenden Stelle ausreichend hoch ist, um das Formteil an der zu verkle-
benden Flache aufzuschmelzen. Diese Verfahren ist insbesondere dann geeignet,
wenn das Substrat ohne Zerstérung auf eine ausreichende Temperatur erwarmt

werden kann.

Eine bevorzugte Ausfihrungsform arbeitet so, dass das Formteil an oder neben
der zu verklebenden Flache metallisch leitfahige Pulver oder Bestandteile enthalt.
Diese konnen zum Verkleben induktiv erwarmt werden, d.h. mit elektromagneti-
schen Feldern beaufschlagt werden. Das fuhrt zum Erwarmen und Aufschmelzen
des Schmelzklebstoffs. Der an der zu verklebenden Flache aufgeschmolzene
Klebstoff des Formteiles wird dann auf das Substrat gepresst. Im Allgemeinen wird
dabei die induktive Erwarmung beendet, so dass der Schmelzklebstoff abklhlen
kann und sich mit dem Substrat verbindet. Gegebenenfalls ist es jedoch mdoglich,
auch nach dem Zusammenpressen noch fur einen kurzen Zeitraum den Schmelz-

klebstoff des Formteils an der zu verklebenden Flache zu erwarmen.

Der Schmelzklebstoff soll so stark erwarmt werden, dass er an das Substrat an-
flieRen kann. Das kann ggf. durch mechanischen Druck, wie Anpressen, unter-
stltzt werden. Beispielsweise soll die Erwarmung mindestens 20 °C, insbesondere
30 °C oberhalb des Schmelzpunkts des Klebstoffs liegen. Ein besonders schnelles
AbkUhlen und eine schnelle Verklebung wird beispielsweise dadurch erreicht, dass

metallische Substrate verklebt werden.
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Vorrichtungen zum direkte Erwarmen der Formkorper, zum induktiven Erhitzen
der Formkorper und zum aufbringen der Formkorper auf das Substrat sind dem
Fachmann bekannt. Dieser kann angepasste Vorrichtungen, je nach notwendiger
Schmelztemperatur des Formkdrpers, Taktzeit des Verklebens, Form der zu ver-

klebenden Substrate, auswahlen.

Weist das Material des erfindungsgemal} ausgestalteten Formkorpers einen zu
niedrigen Schmelzpunkt auf, so ist eine temperaturstabile Verklebung nicht mog-
lich. Insbesondere, wenn zusatzlich noch mechanische Beanspruchungen auftre-
ten, beispielsweise Vibrationen, wird eine stabile Verklebung nicht erreicht. Die
Streckspannung muss oberhalb von bevorzugt 3 MPa liegen, sonst ist keine aus-
reichende Haltekraft der Befestigungsvorrichtung gegeben. Ist der Wert zu hoch,
so ist die Verbindung Substrat / zu befestigender Gegenstand zu starr, d.h. es
werden alle mechanischen Belastungen des Substrats an den zu befestigenden
Gegenstand weitergegeben.

Das erfindungsgemafe Verfahren eignet sich insbesondere daftr, um mit auto-
matisierten Arbeitsvorgangen Formteile als Befestigungsvorrichtungen auf flachige
Substrate zu verkleben, die eine in weiten Grenzen ausgestaltete Raumform be-
sitzen. Insbesondere ist das erfindungsgemafe Verfahren geeignete Festigungs-
clipse oder Bolzen auf metallische Substrate, wie beispielsweise Blechsubstrate,
zu verkleben. Solche verklebte Befestigungsclipse kbnnen beispielsweise in der
Automobilindustrie, der Flugzeugindustrie, der allgemeinen OEM- Industrie oder
im Fall von Kunststoff- oder Holzsubstraten in der Mobelindustrie usw. eingesetzt

werden.

Nach dem Verkleben ist eine feste Verbindung des Formteiles mit der Substrat-
oberflache gegeben. Im Falle von vernetzbaren Schmelzklebstoffen als Grundma-
terial des Formteiles kdnnen diese anschlielend noch weiter harten und eine zu-

satzliche, im Allgemeinen chemisch nicht |I6sbare Verbindung aufbauen.
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Durch die Bildung des Formteils vollstandig aus Schmelzklebstoff werden stabile
Befestigungen enthalten. Ein Versagen der Klebestelle ist nur an einer Flache
moglich, es werden keine weiteren Substrat/Klebstoff-Grenzflachen erzeugt. Wei-
terhin ist die Fertigung solcher Formteile wesentlich einfacher, als wenn metalli-

sche oder Kunststoffformteile einer Klebstoffoeschichtung versehen werden.

Die Erfindung wird durch folgende Beispiele naher erlautert:

Beispiel 1:

Aus 50 mol% Dodecandisaure, 25 mol% Piperazin, 10 mol% Jeffamine D 400 und
15 mol% Diaminohexan wurde in an sich bekannter Weise durch Kondensations-
reaktion unter Entfernung des Reaktionswassers ein Polyamid hergestellt.
Kennzahlen: Saurezahl: 15 mg KOH/g, Schmelzviskositat: 17200 mPa.s bei
200°C, Erweichungspunkt: 160°C, Reilfestigkeit 15 MPa.

Beispiel 2:

In gleicher Weise wurden aus 50 mol% Sebacinsaure, 24 mol% Piperazin, 16,5
mol% Jeffamine D 400 und 9,5 mol% Ethylendiamin, ein Polyamid hergestellt.
Kennzahlen: Saurezahl: 8,2 mg KOH/g, Schmelzviskositat: 17000 mPas bei
200°C, Erweichungspunkt:175°C, Reilfestigkeit 25 MPa.

Aus den Polyamiden nach Beispiel 1 und 2 wird ein Gegenstand in Form eines
Stifts hergestellt, der ein runde Bodenflache von 1 cm aufweist. In diese Bodenfla-
che wird oberflachlich durch Erwarmen ein Eisenpulver oder ein Kupfernetz ein-
gearbeitet.

Die Bodenflachen der Formkorper wurden induktiv erwarmt und auf verschiedene
flache Substrate geklebt.

Die Bodenflachen der Formkoérper ohne Zusatz von leitfahigen Additiven werden
mit einer HeilBluftpistole erwarmt und verklebt.

Beispiel 3
Aus 75 Gew.-% des Polyamid aus Beispiel 1 und 25 Gew.-% eines MSA-
gepfropften Ethylen-Ethylacrylat-Copolymeren wird ein Formteil hergestellt. Um
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die Verklebungsflache wird ein Kupfernetz an dem halben Umfang des Stifts auf-
gebracht in einer Breite von 0,5 cm.
Das Formteil wird wie in den Beispielen 1 und 2 verklebt.

Die Proben zeigen eine gute Haftung von zum Substrat.

Metallsubstrat bis 10 N/mm? (Scherfestigkeit , DIN 53283)
Kunststoffsubstrat bis 10 N/mm?
Holzsubstrat bis 5 N/mm?

Auch bei einer Temperaturbelastung von 50°C ist die Haftung noch gut.
Kunststoff bis 100 N/cm (Schélfestigkeit , DIN 53282)

Vergleichsversuch:

Ein Polyamid-Kunststoff ( PA 6 ) wird aufgeschmolzen und auf ein Metallsubstrat
aufgepresst. Es ist keine Haftung gegeben.

Molmasse Uber 250000 g/mol ; Streckspannung ca. 50 MPa ; Reilldehnung ca.
30 % .
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Patentanspriche

1.) Formteil zum Verkleben auf Metall- oder Kunststoffsubstraten als Befestigung-
vorrichtung umfassend einen Schmelzklebstoff, wobei der Schmelzklebstoff
aus Polymeren auf Basis von Polyamiden, Polyolefinen, Polyestern, Polyacry-
laten oder Polystyrol besteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzkleb-
stoff eine Erweichungstemperatur zwischen 100 °C bis 250 °C aufweist, eine
Streckspannung zwischen 1 bis 35 MPa und das Formteil vollstandig aus dem
Schmelzklebstoff bestent.

2.) Formteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Erweichungs-
temperatur zwischen 150 °C bis 200 °C liegt und die Streckspannung zwischen
3 bis zu 20 MPa betragt.

3.) Formteile nach einem der Ansprlche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schmelzklebstoff ein Polyamid ist, enthaltend 20 bis 50 mol% Dimerfett-
saure und/oder C4 bis Cyg Dicarbonsauren, 0 bis 15 mol% monomere Fettsdu-
re mit Cq2 bis Cy, 5 bis 50 mol% aliphatischer Polyamine, 0 bis 40 mol% cyc-
loaliphatischer Diamine und 0 bis 35 mol% Polyetherdiamine und wobei der
Schmelzklebstoff eine Viskositat bei 200 °C zwischen von 5000 bis 100000

mPas aufweist.

4.) Formteil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyamid Dimer-
fettsaure enthalt sowie bis zu 65% bezogen auf die Dimerfettsdure an Dicar-
bonsduren, mindestens 0,5 mol% monomere Fettsduren, wobei die Summe 50
mol% betragen soll und die Viskositadt bei 200 °C oberhalb von 15000 bis
50000 mPas betragt.

5.) Formteil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyamid min-
destens 40 mol% C4 bis Cqg Dicarbonsauren sowie keine Fettsduren enthalt,
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sowie ein Gemisch aus aliphatischen und cycloaliphatischen Diaminen und
ggf. Polyetherdiaminen, wobei die Summe der Amine 50 mol% betragen soll.

6.) Formteil nach einem 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, zusatzlich 35 bis 15
Gew.-% eines Poly(meth)acrylatcopolymer enthalten sind, wobei dieses Acry-
latcopolymer polare Gruppen aufweist.

7.) Formteil nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Formteil mindestens eine zur Verklebung zum Substrat dienende Flache auf-

weist, wobei diese Flache durch Induktion erwdrmbare Bestandteile aufweist.

8.) Formteil nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Formteil mindestens eine zur Verklebung zum Substrat dienende Flache auf-
weist, wobei neben dieser Flache an der Oberflache des Formteils durch In-

duktion erwdrmbare Bestandteile vorhanden sind.

9.) Formteil nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass als durch In-
duktion erwarmbare Bestandteile ein metallisches Netz, Vlies, Draht, perforier-
te Folie, insbesondere aus Al, Cu, Fe, Ni, Sn, Zn oder Legierungen enthalten
ist.

10.)Formteil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die induktiv er-
warmbaren Bestandteile in den Schmelzklebstoff eingebettet sind oder sich auf
der Oberflache des Schmelzklebstoffs befinden.

11.)Formteil nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass in dieser Fla-
che induktiv erwarmbare pulverformige Pigmente eingebettet sind, insbesonde-
re Metallpulver, Metalloxidpulver, leitfahiger Rul} oder nanoskalige induktiv er-

warmbare Pigmente.
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12.)Formteil nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die durch Induktion
erwarmbarer Bestandteile in einer Schichtdicke im Schmelzklebstoff vorhanden
sind, die maximal der Dicke der aufzuschmelzenden Schicht entspricht.

13.)Formteil nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke

weniger als 3 mm betragt.

14.)Formteil nach einem der Anspriche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
als Befestigungsteil Clipse, Gewinde, Bohrungen, Klammern abgewandt von
der zur Verklebung vorgesehenen Flache ausgebildet sind.

15.) Formteil nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass am Befestigungs-
teil flexible Substrate, wie Kabel, Schlduche, oder feste Substrate, wie Rohre,

Stangen, mit dem Formkorper verbunden werden kdnnen.

16.)Verfahren zum Verkleben von Formteilen auf Metall oder Kunststoffsubstraten,
dadurch gekennzeichnet, dass das Formteil gemafy Anspruch 1 bis 15 aus ei-
nem Schmelzklebstoff ausgebildet ist und eine dem Substrat zugewandte Fla-
che auf eine Temperatur von mindestens 20°C oberhalb des Erweichungs-
punkts erwarmt wird und gleichzeitig oder unmittelbar danach auf das Substrat
gepresst wird.

17.) Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zu verkle-
bende Flache mittels IR-Strahlung, Mikrowellenstrahlung, Heibluft, induktiver
Heizung oder durch das Substrat erwarmt wird.

18.) Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
dass das Formteil an der zu verklebenden Flache Uber ein induktiv erwarmba-

res, insbesondere metallisches Netz, Pulver oder Draht erwdrmt wird.
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19.) Verfahren nach einem der Anspriche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass die zu verklebende Flache innerhalb von 15 sec auf eine Temperatur
grofker als 30°C oberhalb des Erweichungspunkts erwarmt wird.

20.) Verwendung von Schmelzklebstoffen auf Basis von Polyamiden enthaltend
20 bis 50 mol% Dimerfettsaure und/oder C4 bis Cg Dicarbonsauren, 0 bis 15
mol% monomere Fettsdure mit Cq2 bis Ca2, 5 bis 50 mol% aliphatischer Polya-
mine, 0 bis 40 mol% cycloaliphatischer Diamine und 0 bis 35 mol% Polyether-
diamine und der Schmelzklebstoff eine Erweichungstemperatur zwischen
150°C bis 250°C und eine Streckspannung zwischen 1 bis zu 35 MPa aufweist,
zum Herstellen von verklebbaren Formteilen in der Automobil- oder der allge-

meinen Industrie.

21.) Verwendung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelz-
klebstoff eine Erweichungstemperatur oberhalb von 150 °C aufweist.

22.) Verwendung nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die

zu verklebende Flache durch induktive Heizung erwarmt wird.
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-PCT/EP2007/061007

The International Searching Authority has found that the international application contains
multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1, 2 (in part), 3-5 (in full), 6-19 (in part), 20-22 (in full)

Molded part comprising a hot melt adhesive made of polyamide, characterized in that the
hot melt adhesive has a softening point between 150°C and 250°C and a tensile stress at
yield of between 1 and 35 MPa and the molded part consists entirely of the hot melt
adhesive.

2. Claims 1, 2, 6-19 (in part), 20-22 (in full)

Molded part comprising a hot melt adhesive made of polyolefin, characterized in that the
hot melt adhesive has a softening point between 150°C and 250°C and a tensile stress at
yield of between 1 and 35 MPa and the molded part consists entirely of the hot melt
adhesive.

3. Claims 1, 2, 6-19 (in part), 20-22 (in full)

Molded part comprising a hot melt adhesive made of polyester, characterized in that the
hot melt adhesive has a softening point between 150°C and 250°C and a tensile stress at
yield of between 1 and 35 MPa and the molded part consists entirely of the hot melt
adhesive.

4. Claims 1, 2, 6-19 (in part), 20-22 (in full)

Molded part comprising a hot melt adhesive made of polyacrylate, characterized in that the
hot melt adhesive has a softening point between 150°C and 250°C and a tensile stress at
yield of between 1 and 35 MPa and the molded part consists entirely of the hot melt
adhesive.

5. Claims 1, 2, 6-19 (in part), 20-22 (in full)

Molded part comprising a hot melt adhesive made of polystyrene, characterized in that the
hot melt adhesive has a softening point between 150°C and 250°C and a tensile stress at
yield of between 1 and 35 MPa and the molded part consists entirely of the hot melt adhe..
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/061007

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDE

INV. C09J123/00 C09J125/06

s
€09J133/00

€09J167/00 C09J177/06

Nach der Internationalen Palentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

€094

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

Recherchierte, aber nicht zum Mindeslprifstoff gehdrende Veréftentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

EPO-Internal, WPI Data

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbedgriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X EP 0 965 627 A (HENKEL KGAA [DE]) 1-13,
- 22. Dezember 1999 (1999-12-22) 16-22
Tabelle 1
Anspriche
X EP 1 013 694 A (HENKEL KGAA [DE]) 1-13,
28. Juni 2000 (2000-06-28) 16-22
Beispiel 1
Anspriiche
X EP 0 824 140 A (INVENTA AG [CH]) 1-13,
18. Februar 1998 (1998-02-18) 16-19
Beispiele 1,12,15
-f =

Weitere Verottentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu enlnehmen Siehe Anhang Patenttamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen

*A* Veréftentichung, die den aligemeinen Stand der Technik definient,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

*E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist

scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefihrt)

*0O* Veréftentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausslellung oder andere MafBnahmen bezieht

‘P* Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchien Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

*L* Veréffentlichung, die geeignet ist, einen - Prioritdtsanspruch zweifelhaft er-

anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden ey

*T* Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeltdedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondermn nur zum Verstandnis des der
Edindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

*X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung - nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtel

werden, wenn die Verdffentlichung mil einer oder mehreren anderen
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist

*&* Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

-

9. April 2008

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23/04/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde

Europaisches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016 .

Bevoliméachtigier Bediensteter

Schlicke, Benedikt
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Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/061007

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie”

¥
Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

A

DE 100 32 817 Al (EMHART INC [US])
17. Januar 2002 (2002-01-17)

in der Anmeldung erwahnt
Anspriiche

Abbildungen

EP 0 504 957 A (BOEING CO [US])
23. September 1992 (1992-09-23)

in der Anmeldung erwahnt
Anspriche )

Abbildung 2

1-22

1-22
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Internationales Aktenzeichen
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/EP2007/061007

Feld Nr. I Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gema4n Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fir bestimmte Anspriche kein internatlbnaler Recherchenbericht erstelit:

1. D Anspriche Nr,
weil sie sich auf Gegenstinde beziehen, zu deren Recherche diese Behdrde nicht verpflichtet ist, namlich

2. [:I Anspriche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmelidung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre-
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeflihrt werden kann, namlich

3. D Anspriche Nr.
" weil es sich dabei um abhéangige Anspriche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthdlt:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengeblhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche.

Da fur alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefihrt werden konnte, der
zusatzliche Recherchengebuhr gerechtiertigt hatte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung solcher Geblihren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zuséatzlichen Recherchengebihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriche, fir die Gebtihren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriiche Nr.

1, 2 (teilweise), 3-5, 6-19 (teilweise), 20-22

4. I:l Der Anmelder hat die erforderlichen zusdtzlichen Recherchengeblhren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden

Anspriichen erfasst:
Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusatzlichen Recherchengebihren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebuhr gezahit.

Die zusatzlichen Recherchengebiihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

D Die Zahlung der zusétzlicher Repherchengebﬁhren ertolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)




Internationales Aktenzeichen PCT/EP2007 /061007

WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt,
namlich: ‘

1. Anspriiche: 1, 2 (teilweise), 3-5 (vollstindig), 6-19
(teilweise), 20-22 (vollstdndig)

Formteil umfassend einen Schmelzklebstoff aus Polyamid,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzklebstoff eine
Erweichungstemperatur zwischen 150°C bis 250°C und eine
Streckspannung zwischen 1 und 35 MPa aufweist und das
Formteil vollstandig aus Schmelzklebstoff besteht.

2. Anspriiche: 1, 2, 6-19 (teilweise), 20-22 (vollstidndig)

Formteil umfassend einen Schmelzklebstoff aus Polyolefin,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzklebstoff eine
Erweichungstemperatur zwischen 150°C bis 250°C und eine
Streckspannung zwischen 1 und 35 MPa aufweist und das
Formteil vollstandig aus Schmelzklebstoff besteht.

3. Anspriche: 1, 2, 6-19 (teilweise), 20-22 (vollstdndig)

Formteil umfassend einen Schmelzklebstoff aus Polyester,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzklebstoff eine
Erweichungstemperatur zwischen 150°C bis 250°C und eine
Streckspannung zwischen 1 und 35 MPa aufweist und das
Formteil vollstandig aus Schmelzklebstoff besteht.

4. Anspriiche: 1, 2, 6-19 (teilweise), 20-22 (vollstandig)

Formteil umfassend einen Schmelzklebstoff aus Polyacrylat,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzklebstoff eine
Erweichungstemperatur zwischen 150°C bis 250°C und eine
Streckspannung zwischen 1 und 35 MPa aufweist und das
Formteil vollstandig aus Schmelzklebstoff besteht.

5. Anspriche: 1, 2, 6-19 (teilweise), 20-22 (vollstandig)

Formteil umfassend einen Schmelzklebstoff aus Polystyrol,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzkiebstoff eine
Erweichungstemperatur zwischen 150°C bis 250°C und eine
Streckspannung zwischen 1 und 35 MPa aufweist und das
Formteil vollstandig aus Schmelzklebstoff besteht.
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Angaben zu Veroffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehéren

Intemationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/061007
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Verdftentlichung - Patentfamilie Verdffentlichung
EP 0965627 A 22-12-1999 BR 9911279 A 13-03-2001
, CA 2335375 Al - 23-12-1999
Wo 9966003 Al 23-12-1999
JP 2002518544 T 25-06-2002
EP 1013694 A 28-06-2000 BR 9916394 A 11-09-2001
CA 2356208 Al 29-06-2000
Wo 0037538 Al 29-06-2000
JP 2002533500 T 08-10-2002
us 6670442 B1 30-12-2003
EP 0824140 A 18-02-1998 DE . 19632474 Al 19-02-1998
ES 2140937 T3 01-03-2000
JP 3165398 B2 14-05-2001
JP 10176042 A 30-06-1998
TR 9700605 A2 21-04-1998
us 5767226 A 16-06-1998
DE 10032817 Al 17-01-2002 KEINE
EP 0504957 A 23-09-1992 KEINE
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